©BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DEUTSCHES s//nrW*®\ PATENTAMT 



Gebrauchsmuster m 


(11) Rollennummer 6 94 10 532.4 
(51) Hauptklasse H01F 15/02 

Nebenklasse(n) H016 1/02 H01L 23/02 

H05K 13/02 H016 1/04 

(22) Anmeldetag 29.06.94 
(47) Elntragungstag 25.08.94 

(43) Bekanntmachung 

1ra Patentblatt 06.10.94 

(54) Bezelchnung des Gegenstandes 

Elektrlsches Bautell , Insbesondere Spule, 
y . „ ' vorzugswelse fur SMD-Montagetechn1 k 

173) Name und Wohnsltz des Inhabers 

„ ' .. . Hagn, Erwin, 85368 Moosburg, DE 
(74) Name und Wohnsltz des Vertreters 

£/!!? en £. R :* S^J'-mg-J Wacker, P., 01p1.-lng. 

D1p1.-WTrtsch.-Ing.; FOrnIB, P., D1pl.-Chem. 

Dr.rer.nat.; Brand!, F., D1pl.-Phys., 

Pat.-Anwalte; HQbner, H., Dipl. -Ing., Rechtsanw.; 

Winter, K., Dipl. -Ing.; Roth, R. , Dipl. -Ing.; R66 

W., Dipl. -Ing. Univ.; Kaiser, J. , 

Dipl. -Chem. Univ. Dr.rer.nat.; Pausch, T., 

Dipl. -Phys. Univ.; Hennlnger, B., Dipl. -Ing. Univ. 

Pat.-Anwalte, 85354 Freislng 


G6253 



tRleANM\HA930lB1.doc! Beschreibung, 29.06.1994 
Gebrauch smusteranmeldung 
Hen Erwin Hagn 


► • 
• • * 


* 


5 


LO 


L5 


Elektrische s /? insbesonde re Spule. vor7uqsweise fur SMD-Montaoe- 

technik 

Die Erfindung betrifft ein elektrisches Bauteil, das 
vorzugsweise fiir SMD-Montagetechnik ausgelegt ist, und ist 
insbesondere auf eine elektrische Spule gerichtet. 

Aufgrund der weitgehenden Miniaturisierung von Schal- 
tungen und Schaltplatinen sind iiblicherweise auch die Ab- 
messungen der einzelnen elektrischen Bauteile verringert, 
was deren manuelle oder automatische Handhabbarkeit beein- 
trachtigt. Auch kann die Stabilitat der Bauteile reduziert 
sein. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein elektri- 
sches Bauteil zu schaffen, das sich durch verbesserten Ge- 
brauchswert auszeichnet. 

Diese Aufgabe wird den im Anspruch 1 angegebenen Merk- 
malen gelost. 


Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprii- 
chen 2 bis 16 angegeben. 

Weiterhin wird mit der Erfindung eine Blisterverpackung 
geschaffen, die an das erf indungsgemafie Bauteil angepaflt 
ist. Dies wird mit den im Anspruch 17 angegebenen Merkmalen 
erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Blisterver- 
packung sind in den Unteranspriichen 18 bis 21 angegeben. 

Bei dem erf indungsgemaflen elektrischen Bauteil ist so- 
mit auf einer Seite, insbesondere auf der Bauteil-Ober- 
seite, ein Plattchen angebracht, das seitlich iiber das Bau- 
teil hinausragt. Das Plattchen kann hierbei in Bauteil- 
Langsrichtung, -Querrichtung und/oder in Langs- und Quer- 
richtung uberstehen. Der seitliche Uberstand des Plattchens 
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ermoglicht eine erleichterte manuelle Handhabung des Bau- 
teils ohne Gefahr einer unabsichtlichen Beschadigung des- 
selben. 

Insbesondere bringt der seitliche Uberstand des 
Plattchens eine erhebliche Verbesserung der Handhabbarkeit 
des Bauteils in der Phase ab seiner Hers tel lung bis zu Ein- 
satz in einem Bestiickungsautomaten Oder seiner anderweiti- 
gen Aufbringung auf eine zu bestvickende Schaltplatine. Auf- 
grund des seitlichen Uberstands des Plattchens kann das 
Bauteil beispielsweise in eine Blisterverpackung einge- 
bracht und in dieser aufbewahrt und transportiert werden, 
deren Aufnahmevertiefungen nicht mehr auf die speziellen 
Abmessungen des Bauteils abgestimmt werden miissen. Bislang 
mufiten die. Blisterverpackungen fur die jeweiligen Bauteile 
paflgerecht entworfen und gefertigt werden, so da/3 eine Bli- 
sterverpackung regelmaflig nu'r fur einen ganz bestimmten 
Bauteiltyp oder allenfalls fur einige wenige, typenmaflig . 
ahnliche Bauteile eingesetzt werden konnte. Nunmehr ist es 
mSglich, Blisterverpackung so zu konzipieren, dafl sie zur 
Aufnahme der Plattchen mit dem daran hangenden Bauteil ge- 
eignet sind, wobei typenmaflige oder groflenmaflige Verande- 
rungen des Bauteils keine Anderungen der Blisterverpackung 
erfordern, sofern die Grofle des Tragerplattchens im wesent- 
lichen unverandert bleibt. 

Dies fiihrt dazu, dafl die Stiickzahlen, mit denen die 
Blisterverpackungen hergestellt werden, entsprechend erhoht 
werden kfinnen und die Anzahl neu zu gestaltender Blister- 
verpackungen unter entsprechender Reduzierung des hierfur 
notwendigen Aufwands stark verringert werden kann, wodurch 
sich eine entsprechende Kostenersparnis ergibt und auch ei- 
ne Standardisierung von Blisterverpackungen moglich wird. 

Weiterhin ist es nunmehr auch moglich, unter Verzicht 
auf Blisterverpackungen die erf indungsgemaflen Bauteile zum 
Beispiel als Schiittgut zu lief em. Hierbei kann eine geeig- 
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nete Anzahl von gleichen Bauteilen mit darauf aufgebrachten 
Plattchen, zum Beispiel 100, 500 oder 1000 Stuck, unsor- 
tiert in einem Beutel oder Karton. geliefert werden. Der Ab- 
nehmer kann die Bauteile dann in einfacher Weise mittels 
eines Riittel- bzw. Schneckenf orderers lagemaflig richtig 
orientieren. Hierbei ergibt sich der Effekt, da/3 die 
Plattchen mit ihren Seitenkanten auf den entsprechenden, 
erhohten Seitenrandern der Rillen des Vibrations f orderers 
aufliegen und die unterhalb der Plattchen hangenden Bautei- 
le ein seitliches Abgleiten der Pattchen und damit der Bau- 
teile von den Rillen verhindern. Am Ausgang des Vibrations- 
forderers werden somit alle Bauteile geordnet in einer Lage 
prasentiert, die ihrer Lage z. B. in einer Blisterver- 
packung entsprechen kann. Die Abnahme und weitere Handha- 
bung der Bauteile entspricht somit derjenigen bei Bereit- 
stellung in einer Blisterverpackung. Jedoch ist der gesamte 
Aufwand fur die Herstellung, den Transport und die Entsor- 
gung der Blisterverpackungen hierbei nicht erforderlich, so 
da/3 auch die Abfallmenge entsprechend reduziert ist. 

Der seitliche Oberstand der Platten bringt den weiteren 
Vorteil, dafl die Platten-Unterseite im Bereich ihres seit- 
lichen Oberstands gleichfalls eine plane, dem Bauteil zuge- 
wandte Flache bereitstellt, die ein leichteres Hantieren 
des Bauteils beispielsweise beim Ergreifen mittels einer 
seitlich angreifenden Zange, beim unterseitigen Abstutzen 
des Bauteils im Bereich der seitlich iiberstehenden Platten- 
Unterseitenbereiche usw. ermoglicht. 

Die grofiflachige, viber das Bauteil uberstehende, eigen- 
steife Platte bewirkt zudem auch eine mechanische Stabili- 
sierung von kleinen, empf indlichen oder bruchgefahrdeten 
Bauteilen, so dafl deren Beschadigungsgefahr reduziert ist. 
Das eigensteife Plattchen stellt folglich einen stabilen 
Trager fiir das separate, fest mit ihm verbundene elektri- 
sche Bauteil dar, so da/3 das Bauteil gewissermafien an das 
Plattchen unterseitig angehangt ist. Eigensteif igkeit be- 
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deutet in diesem Zusammenhang, dafl das Plattchen so stabil 
ist, dall es zwar in gewissem Ausmafi bei Kraf tbeanspruchung 
elastisch verbogen werden kann, jedoch hierbei regelmaflig 
nicht bricht, andererseits aber durch das Gewicht des an 
ihm angebrachten Bauteils nicht nennenswert deforraiert oder 
verbogen wird, selbst wenn das Plattchen nur an seinen Sei- 
tenrandern gehalten werden sollte. 


Vorzugsweise liegt die Dicke des Plattchens oberhalb 
0,3 mm, insbesondere bei 0,6 bis 1,0 mm, und ist damit 
deutlich dicker als z. B. eine Folie, 


Das Plattchen bringt den weiteren Vorteil, dafi selbst 
bei Bauelexnenten mit nicht planen Oberflachen, insbesondere 
bei elektrischen Spulen, eine plane Oberflache durch die 
Plattchenoberseite bereitgestellt wird, die ein zuverlassi- 
ges , problemloses Ansaugen des Plattchens und . damit des 
Bauteils z. B. durch einen Bestiickungsautomaten gewahrlei- 
stet. Der seitliche Uberstand des Plattchens stellt hierbei 
sicher, dafl die zur Verfiigung gestellte plane Oberflache 
ausreichende GroJie fiir ein zuverlassiges Bestiicken bietet. 

Eine zuverlSssige, problemlose Handhabung ist insbeson- 
dere auch bei SMD-Bauteilen (SMD = Surface Mounted Devices) 
vorteilhaft, die iibl icherweise mittels eines Bestiickungsau— 
tomats mit Saugpipette transport iert werden kSnnen. Hierbei 
wird die Saugpipette auf das z. B. von einer Fordereinrich- 
tung bereitgestellte elektrische Bauteil abgesenkt, dieses 
durch Unterdruck angesaugt und zu der gewiinschten Montage- 
position transportiert und dort korrekt positioniert sowie 
durch Verkleben und/oder Verloten auf der zu bestiickenden 
Platine befestigt, Selbst bei elektrischen Bauteilen mit 
nicht planen Oberflachen wie insbesondere zylindrisch ge- 
wickelten Spulen konnen beim Ansaugen keine Probleme dahin- 
gehend, daiJ das Bauteil nicht in seiner korrekten Position 
ergriffen oder eventuell auch nicht mit ausreichender Kraft 
an der Saugpipette gehalten wurde und sich das angesaugte 
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Bauteil verkanten oder herabfallen konnte, auftreten. Es 
lassen sich nun auch Spulen, deren einzelne Spiralwindungen 
ru-cht eng aneinander anliegen, zuverlassig automatisch 
handhaben. 


10 


In bevorzugter Ausgestaltung ragt das Plattchen rait 
seinen beiden Seitenrandern iiber die entsprechenden Seiten- 
rander des Bauteils hinaus, so dafl das Plattchen balkenfor- 
mig iibersteht, und zwar vorzugsweise symmetrisch. Es ist 
allerdings bei kleinen Bauelementen auch moglich, das 
Plattchen so grofl zu wahlen, daJ3 es allseits iiber das Bau- 
element vorsteht. 
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Vorteilhafterweise ist das Plattchen symmetrisch auf 
dem Bauteil angebracht, so dafl dieses zentrisch an dem 
Plattchen hangt. Um eine gute Zuganglichkeit der elektri- 
schen Bauteil-Anschliisse zu gewahrleisten, sind diese vor- 
zugsweise auf der dem Plattchen abgewandten Bauteilseite 
angeordnet. Dies ermoglicht insbesondere bei oberflachen- 
montierbaren elektrischen Bauteilen ein einfaches Anordnen 
und Befestigen der Bauteile auf dem Schaltungssubstrat , iib- 
licherweise durch Loten. 

In bevorzugter Ausgestaltung ist das Bauteil eine 
Spule, die durch eine Spiralwicklung gebildet ist. Diese 
Spiralwicklung ist vorzugsweise selbsttragend und stellt 
damit ein Bauteil mit im wesentlichen zylindrischen Auflen- 
umfang dar, das ublicherweise keinen Magnetkern und kein 
Magnet joch besitzt. Die Spule kann jedoch auch mit Magnet- 
kern versehen sein. In diesem Fall ragt das Plattchen vor- 
zugsweise iiber den Magnetkern hinaus. Speziell bei solchen 
Spiralwicklungs -Spulen ermoglicht das erf indungsgema/3 ober- 
seitig angebrachte Plattchen eine stark erleichterte Hand- 
habbarkeit der Spule auch bei der Unterbringung in einer 
Blisterverpackung, bei der positionsmafiigen . Sortierung - 
durch ein Ruttler-Sortiergerat bei Schiittverpackungs-Anlie- 
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ferung und bei der mechanischen und elektrischen Montage 
auf dem zugehdrigen Schaltungssubstrat . 

Bei solchen Spiralwicklungs-Spulen ist das Piattchen 
mit seiner LSngsachse vorzugsweise . im wesentlichen in 
Axialrichtung orientiert, so da/3 es im wesentlichen quer zu 
den einzelnen Windungen verlauft. Selbst bei Spulen mit im 
Abstand befindlichen Windungen ist dabei eine sehr wirksame 
Handhabung sichergestellt . 

Wenn bei solchen hohlzylindrischen Spulen die elektri- 
schen Anschluflenden im wesentlichen rechtwinklig zur 
LSngsebene der Spule abstehen, ist es besonders vorteil- 
haft, das Piattchen mit einer Breite zu versehen, die klei- 
ner ist als die Bauteilbreite. Dies ermSglicht eine einfa- 
che optische Kontrolle der richtigen Montage der auf das 
Schaltungssubstrat auf gebrachten Spule und eine optische 
Oberprufung der Fehlerf reiheit der Anlotung der Spule, ohne 
dafl das Piattchen hierbei stort. Vor der Montage laflt sich 
die Spule hierbei iiber die in Langsrichtung vorstehenden 
Seitenteile des PlHttchens zuveriassig ergreifen, handhaben 
und transportieren. 

In bevorzugter Ausgestaltung sind Piattchen identischer 
Grofle fiir mehrere Bauteilreihen unterschiedlicher Grofle, 
beispielsweise fur Spulen mit unterschiedlichem Durchmesser 
und/oder unterschiedlicher Axiallange vorgesehen. Dies er- 
moglicht eine Standardisierung.dergestalt, dafi die Auflenab- 
messungen der Piattchen trotz der jeweils unterschiedlich 
groflen, mit dem Piattchen verbunden Bauteile gleich blei- 
ben, so dafl einheitliche Verpackungen, Ruttler-Sortierge- 
rate, Ansaugpipetten usw. fur Bauteile unterschiedlicher 
Groile und damit unterschiedlicher elektrischer Funktionali- 
tat eingesetzt werden kSnnen. 


Das Piattchen ist vorzugsweise mittels eines Klebemit- 
tels an der Bauteiloberf lache angebracht. Dieses Klebemit- 
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tel kann Verguflme: .re sein, wie sie zum Umgiefien von Bautei- 
len oder zum Eingieflen in auszufiillende Hohlraume verwendet 
wird, oder aber vorteilhaf terweise ein Ein- oder Zweikompo- 
nenten-Kleber sein. 

In vorteilhafter Ausgestaltung besteht das Plattchen 
aus Kunststoff, so da/3 es die elektrischen Eigenschaf ten 
des an ihm angebrachten elektrischen Bauteils nicht beein- 
trachtigt und trotzdem ausreichend hohe raechanische Festig- 
keit und Bruchfestigkeit besitzt. Das Plattchen kann aber 
auch aus Metall bestehen und hierbei zugleich die elektri- 
schen Eigenschaften des Bauteils in gewiinschter Weise be- 
einflussen oder zumindest partiell abzuschirmen . 

Die Dicke des Plattchens kann in Abhangigkeit von der 
Dicke des Bauteils variieren und beispielsweise 5 bis 75 %, 
vorzugsweise 10 bis 20 % der Dicke des Bauelements haben! 
Die Dicke des Plattchens sollte aber 0,3 mm nicht . unter- 
schreiten und vorzugsweise bei etwa 0,6 bis 1 mm liegen. 

Gemafl einer bevorzugten Ausgestaltung is t die Dicke des 
Plattchens etwa so grofl wie der Durchmesser des Drahts der 
selbsttragenden, an dem Plattchen angebrachten Spule. 

Mit der Erfindung wird auch eine Blisterverpackung fur 
ein solches elektrisches Bauteil geschaffen, die sich durch 
besonders vereinfachte Gestaltung auszeichnet. Die Blister- 
verpackung weist ublicherweise regelmaflig angeordnete Ver- 
tiefungen fur die Aufnahme der jeweiligen Bauteile auf und 
besitzt in erf indungsgemafler Ausgestaltung jeweils noch 
seitlich an die Vertiefungen sich anschlieflende Mulden, in 
denen die uberstehenden Seitenrander der die Bauteile tra- 
genden Plattchen liegen oder zu liegen kommen. Da die 
Plattchen, wie vorstehend bereits aus gefuhrt, auch bei un- 
terschiedlichen Bauteiltypen oder Bauteilabmessungen den- 
noch jeweils gleich grofi sein konnen, kann die Blisterver- 
packung somit derart standardisiert werden, dafl sie ledig- 
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lich auf die Plattchengrofle und auf das Maximal vol umen der 
maximal an den Plattchen angebrachten Bauteile abgestimmt 
wird. Ein einziger Blisterverpackungstyp ist somit nunmehr 
geeignet, eine Mehrzahl unterschiedlicher Bauelemente zu- 
5 verlassig und transports icher auf zunehmen, wobei. die haupt- 
sachliche Trag- und Haltef unktion von den Plattchen und den 
Mulden iibernommen wird. 

Die Mulden sind vorzugsweise an den den Blisterver- 
0 packungs-fcangsrandern zugewandten Seitenrandern der Vertie- 
fungen ausgebildet, was eine gute und effektive Platzaus- 
nutzung ermSglicht. 

Vorzugsweise ist die Tiefe der Vertiefungen grofler als 
3 die Gesamtdicke der Bauteile einschlie/llich der Plattchen, 
so dafl die Bauteile nicht an der Bodenflache der Blister- 
verpackung anliegen. In bevorzugter Ausgestaltung ist hier- 
bei auch der Abstand zwischen der Bodenflache der Vertie- 
fungen urid der Bodenflache der Mulden grofler als die Dicke 
des Bauteils ohne Plattchen, so dafl gewahrleistet ist, dafl 
die Bauteile gewissermaflen hSngend an dem Plattchen in der 
Blisterverpackungs-Vertiefung aufgenommen sind, ohne deren 
Boden zu beruhren. 


Die erfindungsgemafle Ausgestaltung erlaubt eine sehr 
einfache, vollig plane Ausgestaltung der Bodenflachen der 
Vertiefungen und/oder der Mulden, da lediglich die 
Plattchen mit ihren Unterseiten plan aufgenommen werden 
mussen, aber keine Rillen oder dergleichen fur die Aufnahme 
der Spulenanschliisse usw. vorgesehen werden mussen. 


Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuhrungs- 
beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen naher be- 
schrieben. Es zeigen: 
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Fig. 1 < erstes Au* srungsbeispiel des erfindungs- 
gemafien elek , x Bauteils mit drei Ansichten (a), (b) 


und (c\ . 


Fig. 2 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel des erfin- 
dungsgemaflen elektrischen Bauteils in drei Ansichten (a), 
(b) und (c), und 

Fig. 3 ein Ausfiihrungsbeispiel der erf indungsgemaflen 
Blisterverpackung in Verbindung mit einem Ausfiihrungsbei- 
spiel des erfindungsgemafien elektrischen Bauteils, wobei 
die Darstellung gemafi Fig. 3 aus drei Ansichten (a), (b) 
und (c) besteht. 

In Fig. 1 ist ein erstes Ausfiihrungsbeispiel des erfin- 
dungsgemaflen elektrischen Bauteils in Form einer selbsttra- 
genden elektrischen Spule 1 gezeigt, die fur SMD-Oberfla- 
chenmontage ausgelegt ist. Die Spule 1 ist als zylindrische 
Spule mit einer einzelnen Wicklungslage ausgebildet und ist 
raagnetkern- und jochfrei. Der Spulendrahtdurchmesser ist so 
grofl, dafl die Spule stabil und selbsttragend ist. Wie aus 
Fig. l ersichtlich ist, liegen die entgegengesetzten An- 
schlu/ienden 2, 3 der Spule 1 in einer tangential zur Spule 
verlaufenden Ebene und sind im Unterschied zum ubrigen Be- 
reich des Spulendrahts nicht mit einer Isolation versehen. 
Die Spule 1 wird bei ihrer Montage mit den Anschluflenden 
auf die zugehorige, nicht dargestellte Leiterplatte aufge- 
setzt und dort verklebt und/oder verlfitet. 

Auf der Spulenoberseite, die der durch die Anschlufien- 
den 2, 3 definierten Ebene gegeniiberliegt , ist ein 
PlSttchen 4 befestigt, das vorzugsweise aus Kunststoff be- 
steht und eigensteif ist. Das PlSttchen 4 besitzt recht- 
winklige Gestalt und auch rechtwinkligen Querschnitt und 
ist symmetrisch auf der Spule 1 derart angebracht, dafi. 
seine Langsachse parallel zur Langsachse der Spule sowie 
direkt oberhalb dieser verlauft. In gleicher Weise verlauft 
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die Querachse des Plattchens parallel zur Querachse der 
Spule und direkt oberhalb derselben. 

Wie insbesondere aus den Figuren 1 (b) und (c) ersicht- 
lich 1st, ragt das Plattchen 4 mit beiden in Langs richtung 
liegenden Abschnitten uber die Spule 1 hinaus, so dafi sich 
uberstehende Abschnitte 4', 4" ergeben. Diese Uberstehen- 
den Abschnitte 4 ' , 4 " des Plattchens 4 haben auf grund der 
planen Ober- und Unterseiten des Plattchens 4 gleichfalls 
plan verlaufende Ober- und Unterseiten und erlauben somit 
ein einf aches, definiertes und zuverlassiges' Handhaben des 
Plattchens 4 und damit der gesamten Spule 1. Beispielsweise 
konnen diese iiberstehenden Abschnitte 4', 4" mittels einer 
Zange ergriffen werden, ohne daJi irgendeine Beschadigungs- 
gefahr der Spule gegeben ist, Oder konnen etwa zum Fordern 
und Sortieren der Spule 1 in einem Vibrations-Ruttelf orde- 
rer dienen. 

Die plane, geschlossene Oberseite des Plattchens 4, de- 
ren Flache deutlich groBer als die Oberseite einer Spule 
ohne Deckplattchen ist, erlaubt daruber hinaus ein zuver- 
lassiges, stabiles Ansaugen und Hal ten der Spule 1 in einem 
automatischen Bestuckungsautomat mit Saugpipette oder der- 
gleichen. Auf. der Plattchenoberseite konnen auch Angaben, 
beispielsweise uber den Hers teller der Spule, angebracht 
sein, wie dies aus Fig. 1 (c) ersichtlich ist. 

Die Dicke des Plattchens 4 kann in etwa dem Durchmesser 
des kreisformigen Querschnitt besitzenden Spulendrahts ent- 
sprechen und liegt vorzugsweise bei ca. 0,6 bis 1 mm, kann 
aber auch kleiner oder gr6J3er sein. Das Plattchen 4 ist auf 
der Spulenoberseite in geeigneter Weise befestigt, bei- 
spielsweise mittels eines Ein- oder Mehrkomponentenklebers 
oder mittels Vergufimasse . Telle des Klebemittels sind aus. 
Fig. 1 (b) ersichtlich und mit dem Bezugszeichen 5 verse- 
hen. 
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Wie aus den 7uren 1 (a) und (c) weiterhin ersichtlich 
1st, ist die Breite des Plattchens 4 kleiner als der Spu- 
lendurchmesser. Bei einem Spulendurc tunes ser von beispiels- 
weise 5 nun kann das Plattchen eine Breite von etwa 3,5 ram 
und eine Lange von 4,5 nun haben. Die Breite des Plattchens 
liegt in der Regel zwischen 50 und 200 % der Bauteilbreite, 
insbesondere bei ca. 60 bis 80 %, wahrend die Lange des 
Plattchens regelmafiig zwischen 100 und 300 % der Bau- 
teillange und vorzugsweise bei ca. 150 bis 250 % liegt. 

Wie aus Fig. 1 (b) und (c) erkennbar ist, ist die Spule 
4 so gewickelt, dafl die einzelnen Spulenwindungen direkt 
aneinander anliegen. 

In Pig. 2 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel des er- 
findungsgemaflen elektrischen Bauteils in Form einer elek- 
trischen, zylindrisch gewickelten Spule 6 gezeigt. Die 
Spule 6 weicht vom Ausfuhrungsbeispiel gemafl Fig. 1 ledig- 
lich dahingehend ab, dafi die Spulenwindungen mit gegensei- 
tigem Abstand gewickelt sind, so dafl sich die gesamte Spu- 
lenlange entsprechend vergr6J3ert . Der Spulendurchmesser und 
die Anzahl der Wicklungen ist jedoch gleich wie beira Aus- 
fuhrungsbeispiel gemafl Fig. 1. Trotz der geanderten Spulen- 
lange ist auch fur die Spule 6 ein Plattchen 4 vorgesehen, 
dessen Abmessuhgen identisch wie diejenigen beim Ausfiih- 
rungsgbeispiel gemafl Fig. 1 sind. Somit laflt sich ein 
Plattchen identischer Grofle fUr mehrere unterschiedlich 
grofle elektrische Bauteile oder Bauteiltypen verwenden, so 
dafl eine gewisse Standardisierung erreichbar ist. 

Die groflere Spulenlange der Spule 6 fuhrt lediglich da- 
zu, dafl die Grofle des Oberstands des Plattchens 4 uber die 
Spule 6, d.h. die Lange der uberstehenden Bereiche 4', 4", 
verringert ist. Jedoch geniigt auch dieser verringerte Ober- 
stand noch, um die Spule 6 zuverlassig handhaben zu konnen 
und sie beispielsweise an den uberstehenden Bereichen 4', 
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4" manuell oder mittels eines sonstigen Hilf smittels, bei- 
spielsweise mittels einer Zange, ergreifen zu konnen. 

Wie bei den Figuren 1 (a), (b) und (c) zeigen auch die 
Figuren 2 (a),. (b) und (c) jeweils eine in Langsachsenrich- 
tung gesehene Seitenansicht (a), eine quer zur Abbildung 
(a) gesehene Seitenansicht (Abbildung b) sowie eine Drauf- 
sicht (Abbildung c) auf die Spule 1 bzw. 6. 

In Fig. 3 ist ein Ausfiihrungsbeispiel einer erfindungs- 
gemaflen Blisterverpackung in Verbindung mit Ausfiihrungsbei- 
spielen der erf indungsgemaJlen elektrischen Bauteile ge- 
zeigt. Fig. 3 (a) zeigt eine Draufsicht auf einen Abschnitt 
der Blisterverpackung 7 mit zwei darin eingelegten elektri- 
schen Bauteilen in Form der in Fig. 1 gezeigten Spulen 1 
mit Plattchen 4, wahrend in Fig, 3 (b) eine Langs-Seitenan- 
sicht der Blisterverpackung 7 und in Fig- 3 (c) eine in 
Langsrichtung der Blisterverpackung gesehene , geschnittene 
Seitenansicht der Blisterverpackung 7 dargestellt sind. 

Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, enthalt die Blisterver- 
packung in regelmafiigen Abstanden identisch Vertiefungen 8 
zur Aufnahme jeweils eines elektrischen Bauteils, das bei 
dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel die Gestaltung gemafi 
Fig. 1 besitzt. 

Insbesondere aus den Fig. 3 (b) und (c) ist erkennbar, 
dafl die GroBe der Vertiefungen 8 so grofi bemessen ist, dafl 
die hangend in den Vertiefungen 8 angeordneten Spulen 1 mit 
Abstand zur Bodenf lache 10 der Vertiefungen 8 gehalten 
sind. Diese Grofienbemessung der Vertiefungen 8 ermoglicht 
es, unterschiedlich groJ3e elektrische Bauteile aufnehmen 
und uber die an diesen jeweils angebrachten Plattchen han- 
gend halten zu kSnnen, ohne da/3 jeweils die Form , und Grofle* 
der Vertiefung der Form und Grdfie der auf zunehmenden Bau- 
teile anzupassen ist. Die Lange, Breite und Tiefe jeder 
Vertiefung 8 ist vorzugsweise so bemessen, dafl die grofite 
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Lange, Breite und Tiefe aller jeweils auf zunehmenden elek- 
trischen Bauteile untergebracht werden kann, ohne da/5 das 
jeweils grQflte auf zunehmende Bauteil sich in der Vertiefung 
8 verklemmen kann. 

Urn eine hangende Aufnahme des jeweiligen elektrischen 
Bauteils in der zugeordneten Vertiefung 8 zu erreichen, be- 
sitzt jede Vertiefung 8 an ihren in Langsrichtung verlau- 
fenden Seitenrandern 11 jeweils eine Mulde 9. Die Mulden 9 
sind im wesentlichen in der Mitte der jeweiligen Seitenran- 
der 11 ausgebildet und besitzen eine solche Dimensionie- 
rung, da/} zumindest die aufienseitlich befindlichen Bereiche 
der uberstehenden Abschnitte 4', 4" der PISttchen 4 aufge- 
nommen werden k6nnen. Die in Blisterverpackung-Langsrich- 
tung verlaufenden aufleren Seitenrander 12 der Mulden gehen 
stufig von der Oberseite 13 der Blisterverpackung 7 nach 
unten und gehen in eine Bodenflache 14 der Mulden 9 iiber, 
die parallel zur Oberflache 13 der Blisterverpackung . ver- 
lauft. Die Bodenflache 14 ist sorait an ihrem aufleren Rand 
durch die Seitenrander 12 der Mulden 9 begrenzt und geht an 
ihrem innenseitigen Ende stufenformig in die Seitenf ISchen 
11 der Vertiefungen 8 uber. Der gegenseitige Abstand der 
parallel verlaufenden Seitenrander 12 der Mulden 9 ent- 
spricht der Lange der Plattchen 4 oder ist geringfugig gr5- 
iier als diese. 


Die Tiefe der Mulden 9 ist hierbei so bemessen, dafl das 
jeweilige Plattchen 4 vollstandig in die zugehorigen Mulden 
9 eingelegt werden kann und mit seiner Plattchenoberf lache 
nicht uber die Oberflache 13 der Blisterverpackung hinaus- 
ragt. Die Piattchenobersei^en schliefien hierbei entweder 
biindig mit der Oberflache i- der Blisterverpackung ab oder 
liegen geringfugig unterhalb dieses Niveaus. Die Tiefe der 
Mulden 9 entspricht somit im wesentlichen der Dicke der 
Plattchen 4. In gleicher Weise entspricht die in Blister- 
verpackungs -LSngsrichtung gemessene Lange der Mulden 9 in 
etwa der Breite der Plattchen 4, so daJi die Plattchen vbll- 
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standig in den Mulden untergebracht und dort gegebenenfalls 
auch durch Klemmsitz gehalten werden konnen. Die Plattchen 
4 sind hierbei so eigensteif und stabil, dafl sie das Ge- 
wicht des daran hangenden Bauteils tragen konnen, ohne sich 
nennenswert zu verbiegen. Alle gewichts- oder erschutte- 
rungsbedingten Verbiegungen der Plattchen 4 liegen. auf je- 
den Fall innerhalb von deren Elastizitatsbereich, so dafl 
keine dauerhaften Plattchen-Deformierungen bei normaler 
Handhabung auftreten. 

Urn das Herausnehmen der Plattchen mit jeweiligem Bau- 
element aus den jeweiligen Vertiefungen zu erleichtern, 
kann sich seitlich an jede Mulde 9 eine oder zwei Mulden- 
verlangerungen 15 anschliefien. Diese Muldenverlangerungen 
besitzen vorzugsweise dieselbe Tiefe wie die Mulden 9, so 
da/i manuell oder mittels eines geeigneten Werkzeugs, bei- 
spielsweise einer Zange auf den Seitenrand der in den Mul- 
den eingelegten Plattchen 4 zugegriffen und gegebenenfalls 
auch unter deren Unterseite gegriffen werden kann, urn das 
Plattchen mitsamt daran bef indlichem Bauteil aus der Mulde 
8 herauszuheben. Die Muldenverlangerungen 15 konnen gegebe- 
nenfalls auch groflere Tiefe als die Mulden 9 haben und sich 
geringfiigig bis in die Mulden 9 hinein erstrecken, urn auch 
die Plattchenunterseite im direkten Zugriff zu haben. 

Statt der Muldenverlangerungen 15 ist es auch moglich, 
Durchgangslocher im Auf lagebereich der Plattchen in den 
Mulden vorzusehen, z, B. einzustanzen. Dies spart erhebli- 
che Werkzeugkosten fur den Blistergurt und ermoglicht eine 
Zuganglichkeit des Plattchens von unten, beispielsweise urn 
dessen Herausnahme durch unterseitiges Hochdriicken zu un- 
terstutzen. 

Aufgrund der planen Bodenflache 14 der Mulden 9 und der 
planen Unterseite der Plattchen 4 liegt das jeweilige 
Plattchen stabil in der zugehorigen Mulde und ermoglicht 
ein sicheres, zuverlassiges Transportieren des Plattchens 
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einschliefilich des hiermit verb'undenen Bauteils in der Bli- 
s terverpackung . 

Das erfindungsgemafle Plattchen 4 ubt hierbei sowohl 
wahrend des Transports in der Blis terverpackung als auch 
bei Handhabung ohne Blisterverpackung nach der Herstellung 
oder vor der Montage bzw. bei Transport ohne Blisterver- 
packung Schutzfunktion und Stabilisierungsfunktion fiir das 
daran befestigte elektrische Bauteil aus . Vorzugsweise wird 
als Material fur das Plattchen nicht leitendes Material 
verwendet, da dann keine Kurzschluflgef ahr bei den mit dera 
Plattchen in Beriihrung befindlichen Teilen des daran befe- 
stigten Bauteils besteht. Das Plattchen hat daruber hinaus 
im. Vergleich mit einer auf dem Bauteil befindlichen Folie 
oder einera Vollvergu/3 des Bauteils die Vorteile, dafl die 
Plattchenform stets unverandert bleiben kann, d.h. nicht an 
die Bauteil-Oberflachenkonfiguration angepaflt werden muJ3. 
Wichtig ist. lediglich eine feste mechanische Verbindung 
zwischen Plattchen und Bauteil. 

Das Plattchen kann bei einer Spule mit vielen Wicklun- 
gen auch so orientiert werden, dafl seine Langsrichtung quer 
zur Langsachse der Spule verlauft, so da/3 das Plattchen 
seitlich iiber den Spulenwindungsbereich ubersteht. 

Weiterhin ist es moglich, in den iiberstehenden Seiten- 
kanten des Plattchens eine Kerbe vorzusehen, urn die 
Plattchen besser automatisch ergreifen zu konnen. 
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Anspruche 

1. Elektrisches Bauteil, insbesondere Spule (1; 6), vor- 
zugsweise fur SMD-Montagetechnik, dadurch gekennzeichnet, 
da/1 auf einer Bauteil-Seite, insbesondere der Bauteil-Ober- 
seite, ein Plattchen (4) angebracht ist, das seitlich viber 
das Bauteil hinausragt. 


2. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Plattchen (4) zumindest an zwei Seiten iiber das Bauteil 
vorsteht. 


3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net , dafi das Plattchen (4) im wesentlichen symmetrisch auf 
dera Bauteil (1; 6) angeordnet ist. 


4. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das Plattchen (4) auf der den 
elektrischen Kontaktanschliissen (2, 3) des Bauteils (1; 6) 
gegeniiberliegenden Bauteilseite angebracht ist. 


5. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das Bauteil eine durch eine Spi- 
ralwicklung gebildete Spule (1; 6) ist. 


30 
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6. Bauteil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Langsrichtung des Plattchens (4) mit der Axialrichtung 
der Spule iibereinstinunt . 
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7. Bauteil nach einera der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die vorzugsweise rechtwinklig zur 
Langsrichtung des Plattchens (4) verlaufend angeordneten 
iaauteilanschlusse, insbesondere Spulenanschliisse (2, 3), 
iiber die Rander des Plattchens (4) hinausragen. 


8. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Breite des Plattchens kleiner 
ist als die Bauteilbreite. 


9. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl mehrere elektrische Bauteile un- 
terschiedlicher Grofle vorgesehen sind und die mit diesen 
Bauteilen verbundenen Plattchen (4) jeweils gleiche Grofle 
besitzen. 


10. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das Plattchen (4) mittels eines 
Klebemittels am Bauteil befestigt ist. 


11. Bauteil nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dafl 
das Klebemittel Verguflmasse ist. 


. Bauteil nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dafl 
s Klebemittel ein Ein- oder Zweikomponenten-Kleber ist. 


13. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das Plattchen (4) aus Kunststoff 
besteht. 
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14. Bauteil nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Plattchen (4) aus Metall besteht. 


15. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, da/3 die Dicke des Plattchens zwischen 
5 % und 75 %, vorzugsweise zwischen 10 % und 20 %, der 
Dicke des Bauteils, und insbesondere zwischen 6,6 bis 1,0 
mm liegt. 


16. Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Dicke des Plattchens (4) un- 
gefahr dem Spulendraht-Durchmesser des als elektrische 
Spule (1; 6) ausgebildeten Bauteils entspricht. 

17. Blisterverpackung fur ein oder mit zumindest einem 
elektrischen Bauteil gemafl einem der vorhergehenden Anspru- 
che, mit Vertiefungen (8) zur Aufnahme der Bauteile, wobei 
die Vertiefungen (8) an zwei Seitenrandern (11) flachere 
Mulden (9) besitzen, die zur Aufnahme der uberstehenden 
Seitenrander der Plattchen (4) dienen. 

18. Blisterverpackung nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Mulden (9) an den den Blisterverpackungs- 
Langsrandern zugewandten Seitenrandern (11) der. Vertiefun- 
gen (8) ausgebildet sind. 


19. Blisterverpackung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Tiefe der Vertiefungen (8) grofier 
ist als die Gesamtdicke der Bauteile (1; 6) einschliefllich 
der Plattchen (4) . 
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20. Blisterverpacku.. : j nach eiriem der Anspruche 17 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet , da/3 der Abstand zwischen der Boden- 
flache (10; r Vertiefungen (8) und der Bodenflache (14) 
der Mulden (9) grofier ist als die Dicke des Bauteils (l; 6) 
ohne Berucksichtigung des Plattchens (4). 


10 


21. Blisterverpackung nach einem der Anspriiche' 17 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Bodenflache (10) der Ver- 
tiefungen (8) und/oder der Mulden (9) plan ist. 
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ELECTRICAL COMPONENT, ESPECIALLY COIL, PREFERABLY FOR 

SMD MOUNTING TECHNOLOGY 


The invention relates to an electric component that is preferably 
designed for SMD mounting technology and is especially oriented to an 
electric coil. 

Because of the extensive miniaturization of circuits and circuit 
boards, usually the dimensions of the individual electrical components 
are also reduced, which has a negative effect on their manual or 
automatic handling capability. Because of this, the stability of the 
components can be reduced. 

The object of the invention is to produce an electrical component 
that is distinguished by an improved usage value. 

This object is achieved by the characteristics indicated in Claim 

1. 

Advantageous designs are given in the subclaims 2 to 15. 

In addition, the invention produces a blister package that is 
adapted to the component according to the invention. This is achieved 
by the characteristics indicated in Claim 17. Advantageous designs of 
the blister package are indicated in the subclaims 18 to 21. 

Thus for the electric component according to the invention, a 
small plate is mounted on one side, especially on the upper side of 
the component, which extends laterally beyond the component. In this 
case, the small plate can project in the component lengthwise 
direction, crosswise direction and/or in lengthwise and crosswise 

^Numbers in the margin indicate pagination in the foreign text. 
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direction. The lateral projection of the plate makes possible 
simplified manual handling of the component without the danger of /2 
unintended damage to it. 

In particular, the lateral projection of the plate provides a 
considerable improvement in handling capability of the component in 
the phase starting from its manufacturing to its use in automatic 
assembly equipment or its further mounting on the circuit board to be 
assembled. Because of the lateral projection of the plate, for 
example, the component can be placed in a blister package and stored 
and transported in it, the holding depths of this blister package no 
longer needing to be coordinated to the special dimensions of the 
components. To date, it was necessary for the blister packages to be 
designed and manufactured to size for the respective components, so 
that generally a blister package can only be used for a very specific 
component type or at best for a few similar components of a similar 
type. Now it is possible to design blister packaging so that it is 
suitable for holding the plate with the component attached to it, 
whereby changes to the type or dimensions of the component do not 
require any change in the blister package, as long as the size of the 
carrier plate remains essentially unchanged. 

This leads to the fact that the numbers of units of blister 
packages that are manufactured can be increased accordingly and the 
number of new blister packages that has to be designed can be greatly 
reduced, with a corresponding reduction of the effort required for 
this, whereby a corresponding cost savings result and also a 
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standardizing of blister packages is possible. 

In addition, it is now also possible to supply the components 
according to the invention, e.g. as bulk material, dispensing with the 
blister packages. In this case, a suitable number of the same 
components with small plate mounted thereon, for example 100, 500 /3 
or 1000 pieces, can be delivered, unsorted in a sack or carton. The 
purchaser can orient the components to the proper position in a simple 
way by means of a vibrating and/or screw conveyor. The result here is 
that the' small plates lies with their side edges on the corresponding 
raised side edges of the grooves of the vibration conveyor and the 
components hanging below the plate prevent a lateral sliding of the 
plate and thus keep the components from the grooves. At the outlet of 
the vibration conveyor, all components will thus be presented arranged 
in a position that can correspond to their position, e.g., in a 
blister package. Removal and further handling of the components thus 
correspond to that which occurs when they are supplied in a blister 
package. However, the overall effort for the manufacturing, the 
transport and the disposal of the blister package are not necessary 
here so the quantity of waste is also reduced accordingly. 

The lateral projection of the plates also provides the advantage 
that the underside of the plate in the area of its lateral projection 
also provides a flat surface turned toward the components, which makes 
possible easier handling of the component, e.g., when gripping using a 
laterally-oriented pliers, during support of the underside of the 
component in the area of the lateral projecting plate underside areas, 
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etc . 

The inherently-stiff plate with large size, which projects beyond 
the component, also causes a mechanical stabilizing of components that 
are small, sensitive or easily breakable so that the danger of damage 
is reduced. The plate with inherent stiffness consequently provides a 
stable carrier for the separate electrical component that is connected 
tightly to it so that the component is more or less attached to the 
bottom of the plate. Inherent stiffness in this context means 
that the plate is so stable that it can in fact be elastically bent /4 
to a certain extent due to the action of force, but does not break 
because of it, but on the other hand is not noticeably deformed or 
bent due to the weight of the component mounted on it even if the 
plate is only held on one of its side edges. / 

Preferably the thickness of the plate is above 0.3 mm, especially 
0.5 to 1.0 mm and is thus definitely thicker than, e.g., a foil. 

The plate provides the further advantage that even with 
components with surfaces that are not flat, especially with electrical 
coils, a flat surface is provided by the upper side of the plate that 
ensures reliable suction of the plate and thus of the component with 
no problems, e.g., by an automatic assembly machine. In this case, the 
lateral projection of the plate ensures that the flat surface provided 
offers an adequate size for reliable assembly. 

A reliable, problem-free handling is especially also advantageous 
with SMD components (SMD = surface mounted devices) that can usually 
be transported by an automatic assembly machine with suction pipette. 
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In this case, the suction pipette can be lowered to the, e.g., 
electrical component provided by a conveyor device, the component is 
suctioned using vacuum and transported to the desired mounting 
position and correctly positioned there and fastened to the circuit 
board to be assembled by gluing and/or soldering. Even with electrical 
components with surfaces that are not flat, for example especially 
cylindrically wound coils, during suctioning no problems can occur 
throughout, such as the component not being gripped in its proper 
position or not being held on, the suction pipette with adequate force 
or the component held by suction being able to tip or fall off. Now /5 
even coils whose individual spiral windings do not lie close together 
can be reliably handled automatically. 

In a preferred embodiment, the plate extends with both its side 
edges over the corresponding side edges of the component so that the 
plate projects like a bar, and in fact preferably symmetrically. 
However, for small components it is also possible to select a plate 
that is large enough so that it projects beyond the component on all 
sides. 

Advantageously, the plate is attached symmetrically to the 
component, so that the component hangs centrally on the plate. In 
order to ensure good accessibility of the component connections, 
preferably these are arranged on the component side turned away from 
the plate. This allows a simple arrangement and fastening of the 
components on the circuit substrate, usually by soldering, especially 
for surface-mounted electrical components. 
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In a preferred embodiment, the component is a coil that is formed 
by a spiral winding. This spiral winding is preferably self-contained 
and thus represents a component with an outer circumference that is 
essentially cylindrical that usually has no magnet core and no magnet 
yoke. However, the coil can also be provided with a magnetic core. In 
this case, the plate preferably projects beyond the magnet core. 
Especially with such spiral winding coils, the plate according to the 
invention that is mounted on the top makes possible a greatly 
simplified handling capability of the coil, even when it is housed in 
a blister package, during the sorting according to position by a 
vibration sorting device when there is delivery by bulk packaging and 
during mechanical and electrical mounting on the circuit substrate /6 
it is intended for. 

For such spiral winding coils, the plate is preferably oriented 
with its lengthwise axis essentially in axial direction so that it 
runs essentially crosswise to the individual windings. Even for coils 
with spaced windings, a very effective handling is thereby ensured. 

If in such hollow-cylindrical coils, the electrical connecting 
ends project essentially at a right angle to the lengthwise plane of 
the coil, it is especially advantageous to provide the plate with a 
width that is smaller than the component width. This allows a simple 
visual inspection of proper mounting of the coil attached to the 
circuit substrate and a visual examination of the freedom from defects 
of the coil soldering without the plate being disturbed in the 
process. Before the mounting, the coil can be reliably gripped, 
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handled and transported using the side parts of the plate projecting 
in lengthwise direction. 

In a preferred embodiment, plates of identical size are used for 
several component series of different sizes, especially for coils with 
different diameter and/or different axial length. This makes possible 
a standardizing such that the external dimensions of the plate remain 
the same in spite of the different sizes of components connected to 
the plate so that uniform packaging, vibration sorting devices, 
suction pipettes, etc. can be. used for components of different sizes 
and thus of different electrical functionality. 

The plate is preferably mounted on the component surface using an 
adhesive. This adhesive can be a casting compound as is used for 
casting around components or for casting into cavities to be filled, 
or can advantageously be a single -component or two-component adhesive. 

in an advantageous embodiment, the plate consists of plastic so 
that it does not have a negative effect on the electrical 
characteristics of the electrical component it is attached to and, in 
spite of this, has adequately high mechanical strength and breakage 
resistance. However, the plate can consist of metal and at the same 
time influence the electrical characteristics of the component in a 
desired way or at least partially shield it. 

The thickness of the plate can vary, depending on the thickness 
of the component and be, for example, 5 to 75%, and preferably 10 to 
20% of the thickness of the component. However, the thickness of the 
plate should not be less than 0.3 mm and preferably be about 0.5 to 1 
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mm. 

According to a preferred embodiment, the thickness of the plate 
is about as great as the diameter of the wire of the self-contained 
coil attached to the plate. 

With the invention, a blister package for such an electric 
component is also produced that is distinguished by a very simple 
design. The blister package usually has regularly arranged recesses 
for holding the respective components and has, in the design according 
to the invention, troughs extending at the sides of the recesses, in 
which the projecting side edges of the plate carrying the component 
lie or come to rest. Since the plate, as already described above, can 
still be equally large even for different component types or component 
dimensions, the blister package can thereby be standardized so that it 
is coordinated only to the plate size and to the maximum volume of the 
largest components attached to the plates. A single blister package [1_ 
type is thus now suitable for reliably holding a number of different 
components, safe for transportation, whereby the main carrying and 
holding function is carried out by the plate and the troughs. 

The troughs are preferably formed on the side edges of the 
recesses turned toward the lengthwise edges of the blister package, 
which permits a good and effective utilization of space. 

Preferably, the depth of the recesses is greater than the total 
thickness of the components, including the plates, so that the 
components do not contact the floor surface of the blister package. In 
a preferred embodiment, the distance between the floor surface of the 
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recesses and the floor surface of the troughs is greater than the 
thickness of the component without plate so that it is ensured that 
the components will be held more or less hanging on the plate in the 
blister package recess without touching its bottom. 

The embodiment according to the invention permits a very simple, 
completely flat design of the base surfaces of the recesses and/or the 
troughs, since only the plate with its underside will have to be held 
flat, but no grooves or the like have to be provided for holding the 
coil connections, etc. 

The invention will be described in more detail in the following 
using embodiments and with reference to the drawings. The following 
are shown: 

Fig. 1 shows a first embodiment of the electric component /8 
according to the invention with three views (a), (b) and (c) , 

Fig. 2 shows another embodiment of the electric component 
according to the invention with three views (a) , (b) and (c) , and 

Fig. 3 shows an embodiment of the blister package according to 
the invention in connection with an embodiment of the electric 
component according to the invention, wherein the illustration 
according to Fig. 3 consists of three views (a) , (b) and (c) . 

Fig. 1 shows a first embodiment of the electric component 
according to the invention in the form of a self-contained electric 
coil 1 that is designed for SMD surface mounting. The coil 1 is 
designed as a cylindrical coil with a single winding layer and is free 
of magnet core and magnet yoke. The coil wire diameter is large enough 
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so that the coil is stable and self-contained. As can be seen from 
Fig. 1, the opposing connecting ends 2, 3 of the coil 1 lie in a plane 
running tangentially to the coil and are not provided with insulation, 
in contrast to the other area of the coil wire. During its mounting, 
coil 1 will be placed on the circuit board that it is intended for, 
which is not shown, and glued and/or soldered there. 

On the top side of the coil, which is opposite the plane defined 
by the connecting ends 2, 3, a plate 4 is fastened that preferably 
consists of plastic and has inherent stiffness. The plate 4 has a 
rectangular design and also a rectangular cross section and is 
attached symmetrically to the coil 1 in such a way that its lengthwise 
axis runs parallel to the lengthwise axis of the coil and directly 
above it. In the same way, the crosswise axis of the plate runs /9 
parallel to the transverse axis of the coil and directly above it. 

As can be seen, especially from Figs. 1 (b) and (c) , the plate 4 
extends beyond the coil 1 with both sections lying in lengthwise 
direction so that projecting sections 4 1 , 4'" result. These projecting 
sections 4', 4 11 of plate 4 likewise have upper sides and undersides 
that are parallel because of the flat upper side and underside of the 
plate 4 and thus permit a simple, defined and reliable handling of the 
plate 4 and thus of the coil 1. For example, these projecting sections 
4', 4' 1 can be gripped by means of pliers without involving any danger 
of damage to the coil, or can be used for conveying and sorting the 
coils 1 in a vibration-shaking conveyor. 
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The flat, closed upper side of the plate, whose surface is 
clearly larger than the upper side of a coil without cover plate, also 
permits reliable, stable suctioning and holding of coil 1 in an 
automatic assembly machine with suction pipette or the like. On the 
top side of the plate, information can also be applied, for example 
about the manufacturer of the coil, as can be seen in Fig. 1 (c) . 

The thickness of plate 4 can correspond to about the diameter of 
the coil wire that has a circular cross section and preferably is 
approx. 0.6 to 1 mm, but can also be smaller or larger. Plate 4 is 
fastened on the top side of the coil in a suitable way, for example by 
means of a single-component or two-component adhesive or by means of 
casting compound. Parts of the adhesive can also be seen in Fig. 1 (b) 
and are provided with the reference character 5. 

As can also be seen from Figs. 1 (a) and (c) , the width of /1Q 
the plate 4 is smaller than the coil diameter. With a coil diameter 
of, e.g., 5 mm, the plate can have a width of about 3 . 5 mm and a 
length of 4.5 mm. The width of the plate generally lies between 50 and 
200% of the component width, especially approx. 60 to 80%, while the 
length of the plate regularly lies between 100 and 300% of the 
component length and preferably approx. 150 to 250%. 

As can be seen from Fig. 1 (b) and (c) , the coil 4 [sic] is wound 
in such a way that the individual spool windings lie directly adjacent 
to each other. 

Fig. 2 shows another embodiment of the electric component 
according to the invention in the form of an electrical, cylindrically 
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wound coil 6. The coil 6 deviates from the embodiment according to 
Fgi . 1 only in that the coil windings are wound at a distance from each 
other so that the entire coil length is increased accordingly. 
However, the coil diameter and the number of windings are equal to 
those in the embodiment according to Fig. 1. Thus in spite of the 
modified coil length, a plate 4 is also provided for coil 6 with 
dimensions identical to those for the embodiment according to Fig. 1. 
In this way, a plate of identical size can be used for several 
different sizes of electrical components or component types so that a 
certain standardization can be achieved. 

The larger coil length of coil 6 only leads to the fact that the 
size of the projection of plate 4 beyond the coil 6, i.e., the length 
of the projecting areas 4 1 , 4 11 , is reduced. However, this reduced 
projection is also still enough to be able to handle the coil 6 
reliably and grip it, for example on the projecting areas 4', 4 ,! /ll 
manually or by means of a tool, for example by means of pliers. 

As in Figs. 1 (a), (b) and (c) , Figs. 2 (a), (b) and (c) also 
each show a side view (a) seen in the direction of the lengthwise 
axis, a side view (Fig. b) seen perpendicular to Fig. (a) and a top 
view (Fig. c) of the coil 1 and/or 6. 

Fig. 3 shows, an embodiment of a blister package according to the 
invention in connection with embodiments of the electric components 
according to the invention. Fig. 3 (a) shows a top view of a section 
of blister package 7 with two electrical components lying in it, in 
the form of the coils 1 with plates 4 shown in Fig. 1, while Fig. 3 


shows a lengthwise side view of blister package 7 and Fig. 3(c) shows 
a cutaway side view of the blister package 7 seen in the lengthwise 
direction of the blister package. 

As can be seen from Fig. 3, the blister package contains 
identical recesses 8 at regular intervals, each for holding an 
electrical component that in the embodiment shown has the design 
according to Fig. 1. 

Especially from Fig. 3 (a) , (b) and (c) , it can be seen that the 
size of the recesses 8 is to be dimensioned large enough that the 
coils 1 arranged hanging in the recesses 8 are held at a distance from 
the floor surface 10 of the recesses 8. This size dimensioning of the 
recesses 8 makes it possible to hold electric components of different 
sizes and be able to hold the plate that is attached. to each of them 
so that it is suspended without having to adapt the shape and size of 
the recess to the shape and size of the components to be held. The 
length, width and depth of each recess 8 is preferably to be 
dimensioned so that the largest length, width and depth of all /12 
the electric components to be held can be housed without it being 
possible for the largest component to be held, in any case, to become 
jammed in recess 8. 

In order to achieve a suspended retention of the respective 
electric component in the assigned recess 8, each recess 8 has a 
trough 9 on its side edges 11 running in lengthwise direction. The 
troughs 9 are essentially formed in the center of the respective side 
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edges 11 and have dimensions such that at least the areas of the 
projecting sections 4', 4' 1 of plate 4 located on the outside can be 
held. The outer side edges 12 of the troughs running in the blister 
package lengthwise direction go in steps from the top side 13 of the 
blister package 7 downward and change gradually into a floor surface 
14 of the trough 9, which runs parallel to the surface 13 of the 
blister package. The floor surface 14 is thus limited on its outer 
edge by the side edges 12 of the trough 9 at its inside end, and 
gradually changes in the form of steps into the side surfaces 11 of 
the recesses 8. The mutual distances from the parallel side edges 12 
of the trough 9 correspond to the length of the plate 4 or are 
slightly larger than it. 

The depth of the troughs is sized here in such a way that the 
respective plate 4 can be placed completely in the associated trough 9 
and its plate surface does not extend over the surface 13 of the 
blister package. In this process, the plate upper sides are either 
flush with the surface 13 of the blister package or lie slightly below 
this level. The depth of the troughs 9 thus corresponds essentially to 
the thickness of the plate 4. In the same way, the length of the 
troughs 9 measured in the blister package lengthwise direction 
corresponds to about the width of the plate 4 so the plates are housed 
completely in the troughs and if necessary can also be held there / 13 
with press fit. The plates 4 are hereby so inherently stiff and stable 
that they can bear the weight of the components hanging on them 
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without bending noticeably. In any case, all bending of the plate 4 
due to weight or jarring lies within their range of elasticity so no 
permanent plate deformations occur during normal handling. 

In order to simplify the removal of the plate with its component 
out of the respective recess, on the side of each trough 9 there can 
be one or two trough extensions 15. These trough extensions preferably 
have the same depth as the troughs 9 so that access can be made 
manually or by means of a suitable tool, for example pliers, to the 
side edge of the plate 4 placed in the trough and if necessary 
gripping of its underside can also take place in order to lift the 
plate, together with the component on it, out of the trough 8 [sic] . 
The trough extensions 15 can also be deeper than the troughs if 
necessary and extend slightly into the troughs in order to allow 
direct access to the underside of the plate. 

Instead of the trough extensions, it is also possible to provide 
holes in the troughs in the contact area of the plates, e.g., stamp 
them in. This saves considerable tooling costs for the blister belt 
and allows accessibility to the plate from below, for example in order 
to support its removal by pressing up from the underside. 

Because of the flat floor surface 14 of the troughs 9 and the 
flat underside of the plate 4, the respective plate lies stable in the 
associated trough and permits a safe, reliable transporting of the 
plate, including the component connected to it, in the blister /14 
package . 

The plate 4 according to the invention hereby carries out a 
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protective function and stabilizing function for the electric 
component fastened to it, both during transportation in the blister 
package, as well as during handling without blister package after 
manufacturing or before assembly and/or during transportation without 
blister package. Preferably non- conductive material is used as the 
material for the plate since then there is no danger of short circuit 
with the parts of the component attached to the plate that are in 
contact with the plate. In addition, in comparison to a foil found on 
the component or a full casting of the component, the plate has the 
advantage that the plate shape can always remain unchanged, i.e., do 
not have to be adapted to the component surface configuration. The 
only thing that is important is a tight mechanical connection between 
plate and component-. 

For a spool with many windings, the plate can also be oriented in 
such a way that its lengthwise direction runs crosswise to the 
lengthwise axis of the coil so that the plate projects beyond the coil 
winding area on the sides. 

In addition, it is possible to provide a notch in the projecting 
side edges of the plate in order to be able to grip the plate 
automatically. 

Claims /15 
1. Electric component, especially a coil (1; 6), preferably for 
SMD mounting technology, characterized in that on a side of the 
component, especially the top side of the component, a plate (4) is 
attached that projects laterally beyond the component. 
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2. Component according to Claim 1, characterized in that the 
plate (4) projects beyond the component on at least two sides. 

3. Component according to Claim 1 or 2, characterized in that the 
plate (4) is arranged essentially symmetrically to the component (1, 

6) . 

4. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that the plate (4) is mounted on the side of the 
component that is opposite to the side of the component (1, 6) with the 
electric contact connections (2, 3). 

5. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that the component is a coil (1,6) formed of a spiral 
winding . 

6. Component according to Claim 5, characterized in that the 
lengthwise direction of the plate (4) correlates with the axial 
direction of the coil. 

7. Component according to one of the preceding claims, /16 
characterized in that the component connections that preferably run at 

a right angle to the lengthwise direction of the plate (4) , especially 
coil connections (2, 3), extend beyond the edges of the plate (4). 

8. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that the width of the plate is smaller than the 
component width. 

9. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that several electric components of different sizes 
are provided and that the plates (4) connected to these components 
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each have the same size. 

10. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that the plate (4) is fastened to the component with 
the use of an adhesive. 

11. Component according to Claim 10, characterized in that the 
adhesive is casting compound. 

12. Component according to Claim 10, characterized in that the 
adhesive is a single-component or two-component adhesive. 

13. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that the plate (4) consists of plastic. 

14. Component according to one of Claims 1 to 12, characterized /17 
in that the plate (4) consists of metal. 

15. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that the thickness of the plate is between 5% and 
75%, preferably between 10% and 2 0%, of the thickness of the 
component, and especially between 0.5 and 1.0 mm. 

16. Component according to any one of the preceding claims, 
characterized in that the thickness of the plate (4) corresponds 
approximately to the coil wire diameter of the component designed as 
an electric coil (1; 6) . 

17. Blister package for one, or with at least one, electric 
component according to one of the preceding claims with recesses (8) 
for holding the components, whereby the recesses (8) have flatter 
troughs (9) on two side edges (11) that are used to hold the 
projecting side edges of the plate (4) . 


19 


18. Blister package according to Claim 17 , characterized in that 
the troughs (9) are formed on the side edges (11) of the recesses (8) 
turned toward the blister package lengthwise edges. 

19. Blister package according to Claim 17 or 18, characterized in 
that the depth of the recesses (8) is greater than the total thickness 
of the components (1; 6) including the plates (4) . 

20. Blister package according to one of Claims 17 to 19, /18 
characterized in that the distance between the floor surface (10) of 

the recesses (8) and the floor surface (14) of the troughs (9) is 
larger than the thickness of the component (1; 6) without taking the 
plate (4) into consideration. 

21. Blister package according to one of Claim 17 to 20, 
characterized in that the floor surface (10) of the recesses (8) 
and/or the trough (9) is flat. 
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